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(S) Warmesenke fur ein elektronisches Leiterplattenbauelement 

@ Aufgabe der Erfindung ist es. die Wermeabfuhr von 
elektronischen Bauelementen, die auf Leiterplatten angeord- 
net sind, zu verbessern. 

Oiese Aufgabe wird erfindungsgemaG dadurch geldst, dafi 
eine Warmekontaktptatte (3) uber eine Oder mehrere Kupfer- 
litzen (5) thermisch leitend mit der Gehauseaufienwand (6) 
verbunden ist und ein federndes Element (4) die Warmekon- 
taktptatte (3) an das elektronische Bauelement (2) druckt. 
Die Erfindung findet Anwendung bei Warmesenken fur 
elektronische Leiterplattenbauelemente, deren Warmekon- 
taktplatte federnd an das Bauelement gedruckt ist und bei 
denen die Warmezufuhr an die metallene AuGenwand des 
leiterplettengehauses stattfindet. 
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Die Erfindung betrifft eine Warmesenke far ein Lei- 
terplattenbauelement gemaG dem Oberbegriff des An- 
spruchs I. 

Die Warmeabfuhr von elektronischen Bauelementen, 
die auf Leiterplatten angeordnet sind. erfoigt in bekann- 
ter Weise dadurch. daQ eine Warmekontaktplatte mit- 
tels eines federnden Elememes auf das Gehause des 
Bauelementes gedriickt wird. Die in der Kontaktplatte 
gespeicherte Warme wird tiber das federnde Element an 
die AuOenwand des Gehauses abgeleitet, in dem die 
Leiterpiatte eingesetzt ist 

Aufgabe der Erfindung ist es die Warmeabfuhr von 
elektronischen Bauelementen, die auf Leiterplatten an- 
geordnet sind, zu verbessern. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaQ durch die im 
Kennzeichen des Patentanspruchs I angegebenen 
Merkmale gelbst. Eine Weiterbildung ist in dem Unter- 
anspruch angegeben. 

Die Erfindung hat den Vorteil, daQ gegeniiber dem 
genannten Stand der Technik eine wesentlich bessere 
Warmeleitung zwischen der Warmekontaktplatte und 
der GehauseauQenwand stattfindet. Dabei kann in vor- 
teilhafter Weise die Dimensionierung des federnden 
Elementes ohne Berucksichtigung von Anforderungen, 
die hinsichtlich der Warmeleitung bestehen, erfolgen. 
Die erfindungsgemafle Ldsung hat ebenfalls den Vorteil, 
daB die Warmesenke beliebigen Bauelementkonfigura- 
tionen auf der Leiterpiatte anpaObar ist 

In dem Unteranspruch ist eine vorteilhafte Weiterbil- 
dung angegeben mil der Warmetibergangswiderstande 
zwischen Einzelteilen verringert sind. 

Anhand der Zeichnung werden Ausfuhrungsbeispiele 
der Erfindung naher eriautert. 

Fig. I zeigt eine Warmesenke mit zwei Kupfer-Flach- 
bandlitzen und 

Fig. 2 zeigt Warmesenken mit einer Kupfer-Flach- 
bandlitze fur unterschiedliche Bauelementkonfiguratio- 
nen. 

Die Warmesenke gemaG Fig. 1 besteht aus einer 
Warmekontaktplatte 3, einem federnden Element 4, 
zwei Kupferlitzen 5 und der GehauseauQenwand 6. 

Die GehauseauQenwand 6 bildet den Deckel des Ge- 
hauses, in welches die mit den elektronischen Bauele- 
menten 2 bestuckte Leiterpiatte 1 eingesetzt ist. 

Von einzelnen dieser elektronischen Bauelemente 2 
muQ elektrische Verlustwiirme uber eine Warmesenke 
abgeleitet werden, urn sie vor einer thermischen Zersto- 
rung zu bewahren. Diese Bauelemente sind so auf der 
Leiterpiatte befestigt,daO eine in ihnen integriene War- 
mekontaktflache der Auflageflache des Bauelementes 
parallel gegenuberliegt und von oberhalb der bestiick- 
ten Leiterpiatte t frei zuganglich ist. Auf die Warme- 
kontaktfiache des Bauelements wird die Warmekon- 
taktplatte 3 gedriickt, die aus einem gutwarmeleitenden 
Material, z. B. aus einer Kupfer-Berrylium-Legierung, 
besteht. Der Andruck erfoigt mittels des federnden Ele- 
mentes 4, das als spiralformige Druckfeder ausgebildet 
ist. Die Enden der Feder sind an der Warmekontaktplat- 
te 3 und an der GehauseauQenwand 6 mit SchweiGpunk- 
ten befestigt Dadurch wird bei druckentlasteter Spiral- 
feder die Warmekontaktplatte 3 in ihrer dem betreffen- 
den Bauelement zugehdrenden Position gehalten. Die 
Warmeableitung von der Warmekontaktplatte 3 erfoigt, 
neben einer geringfugigen Warmeleitung uber die Spi- 
ralfeder, mittels zwei Kupferlitzen 5. die als Flachband- 
litzen ausgefiihrt sind. Die Kupferlitzen 5 sind mit ihren 



Enden groGfiachig auf der Warmekontaktflache 3 und 
der Innenseitc der GehauseauQenwand 6 aufgeldtet, so 
daQ ein guter Warmeubergang zwischen den Litzenen- 
den, der Warmekontaktplatte 3 und der GehauseauOen- 
5 wand 6 vorliegt. Damit die Wirkung des federnden Ele- 
mentes 4 nicht beeintrachtigt ist, weisen die Kupferlit- 
zen 5 zwischen der GehauseauQenwand 6 und der War- 
mekontaktplatte 3 einen Dehnungsbogen auf. 
Fig. 2 zeigt mehrere elektronische Bauelemente 2 auf 
io einer Leiterpiatte 1. die mit Warmesenken gekuhlt wer- 
den. Die gezeigten Warmesenken weisen jeweils nur 
eine Kupferlitze 5 auf, und das federnde Element 4 ist in 
diesen Warmesenken als Blattfeder ausgefuhrt. die mit 
ihren Enden an der lnnenseite der GehauseauQenwand 

15 und auf der Warmekontaktplatte festgeldtet ist. Die 
Kupferlitze 5 dieser Warmesenken ist als Flachbandlit. 
ze ausgefuhrt Gezeigt sind unterschiedliche Ausrich- 
tungen der elektronischen Bauelemente 2 und unter- 
schiedliche Anordnungen der Blattfedern. Mit den un- 

20 terschiedlichen Anordnungen von Blattfedern und Kup- 
ferlitzen kann die Lage des elektronischen Bauelemen- 
tes 2 auf der Leiterpiatte 1 und der damit fur die War- 
mesenke zur Verfugung stehende Platzbedarf beruck- 
sichtigt werden. 

25 Das linke Bauelement in Fig. 2 ist mit seiner Langs- 
kante quer zur Blickrichtung angeordnet. Kupferlitze 5 
und fedemdes Element 4 sind einander gegeniiberlie- 
gend angeordnet. Das mittlere Bauelement ist mit seiner 
Langskante in Blickrichtung angeordnet und zeigt eine 

30 Anordnung von Litze und Blattfeder wie die linke ge- 
zeigte AusfUhrung, mit einer Ausrichtung von Litze und 
Feder in Langsrichtung des Bauelementes. Bei dem 
rechts gezeigten Bauelement ist die Blattfeder quer zur 
Langskante des Bauelementes und zur Kupferlitze an- 

35 geordnet, da wegen der Gehauseseitenwand kein Platz 
filr eine gegenuberliegende Anordnung von Blattfeder 
und Kupferlitze besteht. Entsprechend Fig. 2 konnen 
Anordnungen von Blattfedern und Kupferlitzen variiert 
werden, wenn der fur die Warmesenke zur Verfugung 

40 stehende Platz aus anderen Griinden, als durch eine 
Seitenwand, eingeengt ist. 
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1. Warmesenke fiir ein elektronisches Leiterplat- 
tenbauelement, deren Warmekontaktplatte fe- 
dernd an das Bauelement angedriickt ist und bei 
der die Ableitung der in der Platte gespeicherten 
Warme an die metallene AuOenwand des Leiter- 
plattengehauses stattfindet, dadurch gekennzeich- 
net, daQ die Warmekontaktplatte (3) uber eine oder 
mehrere Kupferlitzen (5) thermisch leitend mit der 
GehauseauQenwand (6) verbunden ist und durch 
ein fedemdes Element (4) an das elektronische Bau- 
element (2) angedriickt ist. 

2. Warmesenke nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ die Kupferlitzen (5) als Flachbandlit- 
zen ausgefuhrt sind. 
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ABSTRACT: 



The heat sink has a heat contact plate (3) in thermal contact 
with the metal 

outer wall (6) of the circuit board housing, via Cu stranded wires 
(5). The 

heat contact plate is pressed into contact with the circuit board 
component (2). 

via a spring element (4) to provide a heat transfer path between 
the component 

and the circuit board housing. Pref. the stranded wires 
comprises flat 

stranded bands extending from opposite sides of the contact 
plate and bent back 

on themselves to contact the housing wall (6). ADVANTAGE - 
Reduced heat 
rransfer resistance. 
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